Tema de proiectare

Sa se proiecteze un cuplor de tip care sd obtindun cuplajdeC=__ dBla
frecventade  GHz. Se va folosi Sonnet pentru simulare. La sfarsitul semestrului se predd un
material care sa descrie dispozitivul proiectat (format hard sau electronic) si fisierele care
implementeaza proiectul in Sonnet (proiect functional, versiunea prezenta in laborator, sau
ultima versiune evaluativa disponibila online http://www.sonnetsoftware.com/).

Fiecare student 1si alege tipul de cuplor tinand cont de tabelul urmator:

Nr. | Tip cuplor Nota Detalii
maxima

1 | Cuplorul hibrid in cuadratura (90°) 7 Fig. 1

2 | Cuplorul prin proximitate 8 Fig. 3

3 | Cuplorul hibrid in inel (180°) 9 Fig. 2

Temele sunt personalizate, in functie de tipul de cuplor, fiecare student va avea valori diferite
pentru cuplaj si/sau frecventa.

Cuplorul va fi realizat pe structura corespunzatoare foundry-ului dezbatut la curs, pe substrat
GaAs cu naltimea 200pm, cu metalizare pe nivelul M3.

Relatii de proiectare pentru cuploare pot fi gasite pe site-ul laboratorului la adresele

http://rf-opto.etti.tuiasi.ro/docs/cdm/CDM lab 2.pdf sau

http://rf-opto.etti.tuiasi.ro/docs/cdm/3 Cuploare Directionale.pdf.

Pentru compensarea notei maxime (eventual) mai mici de 10 se poate beneficia de unul din
urmatoarele bonus-uri:

Nr. | Descriere Bonus | Detalii
1 | Utilizare structura cu un strat 0 GaAs 200pum
2 | Utilizare structurd multistrat +1 Fig. 4
3 | Utilizare metal ideal 0
4 | Modelarea pierderilor in linia M3 +1 Fig. 5
5 | Modelarea grosimii metalului pe linia M3 +2 Fig. 6

Nota: Modele mai complicate presupun cresterea considerabild a timpului de calcul.


http://www.sonnetsoftware.com/
http://rf-opto.etti.tuiasi.ro/docs/cdm/CDM_lab_2.pdf
http://rf-opto.etti.tuiasi.ro/docs/cdm/3_Cuploare_Directionale.pdf
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Fig. 1. Cuplorul hibrid in cuadratura (90°)
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Fig. 2. Cuplorul hibrid in inel (180°)
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Fig. 3. Cuplorul prin proximitate
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 Dielectric Layers-cuplor_cuadratura final.son -2 [

Thickness Mat. Erel Dielectric Diel Cond ‘"Md—
(microns) Name Loss Tan (S/m) Above...
i Air 1.0 0.0 0.0 _“l Below...

4.0 N4Si3 12 0.0 0.0

Edit...
4.0 Polimid 34 0.0 0.0
4.0

Delet
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Fig. 4. Structura multistrat. Se tine cont de straturile dielectrice suplimentare
ce apar intre GaAs si M3



i’ Metal Editor—cuplor_cuadratura_ﬁﬁai.son m

Name |M3 Pattern
Type |Norma| j
Conductivity |3auuuuuu.u Sim
Thickness * |3.l] microns

Current Ratio |1 5

* Thickness is only used to calculate loss. See Help.

Cancel Help i

Fig. 5. Modelarea pierderilor (Normal metal model)

5 Metal Editor—cuplor_cuadratu;ajﬁrrai.son m
Name |M3 Pattern
Type IThick Metal Model Ll
Conductivity |33|Juuuuu.u Sim
Thickness * |3.l] microns

Num. Sheets I]ﬁ

* Thickness is simulated at the exp of analysis time.

Cancel Help |




Fig. 6. Modelarea grosimii metalizarii (thick metal model)



